
最大可对应360 × 360 mm工作物
由选择特殊切割框架或治具工作台,可对应以Fan-out WLP为首的大型化封装基

板切割。

对应封装基板的多片黏贴
可将多片封装基板黏贴在1个胶片框架上进行加工。由此可达到削减更换工作物

时间而提升生产效率,并实现削减切割胶膜的使用量。

高生产效率
採用双主轴同时切割的双刀切割加工方式,相较于过往机型（单主轴・

DAD3350φ300 mm特殊对应机型）生产效率最大可提升90％。 ※生产效率

会随工作物尺寸、加工条件而有所变化。

加工品质安定化
由选配的Sub Chuck table,可于加工中进行磨刀（可对应Full size・75 x 75 

mm的磨刀板）。针对容易产生刀片气孔堵塞的玻璃基板等的硬脆材料、或树

脂及金属等具延展性的材料,可达成加工品质安定化。

DAD3661

配备可对应大型封装基板的双主轴切割机

Automatic Dicing Saw

测长校准
对于树脂基板等会产生不规则伸缩的材质,透过在多个点进行校准,可实现高精度的加工。

2.2kW主轴
透过搭载高扭矩、高刚性的2.2kW主轴,可对应玻璃、陶瓷等硬脆材料或厚工作物、透过

厚刀片进行开槽等高负荷加工。

切割胶膜

多片黏贴加工例（基板尺寸=75 mm × 250 mm的情况）

框架
大型化

φ300mm 晶圆用标准框架 【例】使用封装用框架时（4片黏贴）

切割值

测长校准

标准校准



Automatic Dicing Saw

DAD3661
操作方便
 高度操作便利性

19 寸大型显示器､大型按钮构成良好操作便利性

 机况检测机能
可监测使用量或主轴电流值等

 操作人员辅助机能

- 自动校准
事先进行个别装置识别（切割位置的登录作业）,选择装置

DATA可以完成校准

- 切割槽检测
可自动计测切割道的偏移、切割槽宽度,管理切割品质

空间效率化
将过往皆为外接式的補助机器（停电对策装置、海外变压器、CO2注入

器、升压帮浦机构）内嵌于机器中,达成空间效率化

19 寸 大型显示器

Specification

www.disco.co.jp

■使用条件
• 请使用大气压露点在-10～-20 ℃，残余油分为0.1 ppm，过滤度在0.01 μm/99.5 %以上的清洁压缩空气。
• 请将放置机械设备的房间室温设定在20 ℃〜25 ℃之间，并将波动范围控制在±1 ℃以内。
• 请将切削水的水温控制为室温+2 ℃（变化波动范围在±1 ℃以内），将冷却水的水温控制为与室溫相同（变化波动范围在±1 ℃ 以内）。
• 其他，请避免請设备受到撞击及外界的有感振动。另外，请不要将设备安装在鼓风机、通风口、产生高溫的装置及产生油污的装置附近。
• 本设备会使用水。

万一发生漏水影响，请把本设备安装在有防水性的地板及有排水处理的場所。

※ 为了改进设备，本公司可能在预先不通知用户的情況下，就对本规格实施变更，因此请仔細确认规格后发出订单。
※ 压力全部使用压力表指示压力值表示。
※ 关于本设备的应用技术等咨询，请与本公司销售部门联络。
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